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» Weitere Pressemeldungen

LPKF verschiebt Grenzen beim Stencil-
Schneiden

Innovative Varianten des bewahrten High-End-Lasersystems LPKF

StencilLaser G6080 setzen neue Mal3stabe in gleich zwei Dimensio-
nen: MicroCut sorgt fir perfekte Mikroschnitte, PowerCut fur exakte
Schnitte dicker Edelstahlbleche.

Nach intensiver Forschung und Entwicklung in den letzten Jahren geht
LPKF damit konsequent den Weg seiner Kunden mit, noch spezifischere
MalRe zu realisieren. Mit den beiden neuen Systemen kdnnen Hersteller
von Schablonen und Mikroschneidteilen ihren Kunden Schnittergebnisse
mit besonders glatten Kanten préasentieren - dank ausgefeilter Lasertech-

nologie.
Schablonenschneiden: Kleinste Aperturen mit perfekter Geometrie

Extrem kleine Offnungen in groRter Qualitat erlauben neue Anwendungen
fur Lotpasten-Schablonen. LPKF MicroCut 6080 ermdglicht erstmals
kleinste Aperturen von beispielsweise 18 um bzw. 10 um (Lasereintritts-
bzw. Laseraustrittsseite) mit optimaler Rundheit in einer 30 pum SMT-
Schablonentafel. Minimale Radien machen nahezu jede Schneidkontur
maglich. Fir eine effiziente Produktion sorgen bis zu 33000 Aperturen
zwischen 10 und 125 pm pro Stunde.

Mikroschneidteile: Hochprézise aus bis zu 4 mm Edelstahl

Fir die Bearbeitung starker Edelstahlbleche kommt das neue System
LPKF PowerCut 6080 zum Einsatz. Hiermit werden Mikroschneidteile aus
bis zu 4 mm dickem Material gefertigt. Kreis6ffnungen und extreme Radi-
en sind einfach realisierbar. Das Ergebnis der prazisen Bearbeitung sind

glatte Kanten mit extrem niedrigem Taper.

Messehinweis:

INgg A 2019
JI ./ Show
49th International Electronic Circuits Exhibition

Organizer: JPCA-Japan Ei ging and Circuits

Die Technologie wird als nachstes vom 5. — 7. Juni auf der JPCA-Show in

Tokyo/Japan prasentiert.
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Abb. 1. Mikrofeine Aperturen mit perfekter Rundheit — fur neue Einsatzmdglichkei-
ten von Prézisionsschablonen

Abb. 2: Bis zu 4mm starke Edelstahlbleche lassen sich mit PowerCut prazise und
mit glatten Kanten schneiden.

Uber LPKF

LPKF Laser & Electronics AG produziert Maschinen und Lasersysteme,

die in der Elektronikfertigung, der Medizintechnik, der Automobilindustrie
und bei der Herstellung von Solarzellen zum Einsatz kommen. Rund 20

Prozent der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung be-

schaftigt.
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